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TN0018
技术笔记

LGA 封装中 MEMS 传感器的表面贴装指南

前言

本技术笔记为采用 LGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供通用焊接指南。

注： 本文档中提供的信息旨在用作 PCB 设计和焊接工艺的参考资料。关于芯片规范，请参考相
应数据手册。

www.st.com

http://www.st.com


目录 TN0018

2/9 DocID12707 Rev 1 [English Rev 5]

目录

1 表面贴装 MEMS 传感器的通用焊接指南 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 PCB 设计指南 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.1 PCB 设计规则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3 钢网设计和焊膏的使用  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4 加工方面的考虑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5 焊接耐热性和环境规范  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6 版本历史  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8



DocID12707 Rev 1 [English Rev 5] 3/9

TN0018 表面贴装MEMS传感器的通用焊接指南

9

1 表面贴装 MEMS 传感器的通用焊接指南

在焊接 MEMS 传感器时，为了符合通常的 PCB 设计和良好工业生产，必须考虑以下三个因
素：

• PCB 设计应尽可能对称

– VDD/GND 走线无需太宽 （功耗极低）

– 传感器封装的下方无过孔或走线

• 焊膏必须尽可能厚 （焊接后），目的在于：

– 减少从 PCB 到传感器的去耦应力

– 避免 PCB 阻焊接触芯片封装

• 焊膏厚度必须尽可能均匀 （焊接后），以避免应力不均匀：

– 使用 SPI （焊膏检测）控制技术可以将焊膏的最终体积控制在焊盘的 20% 以内。
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2 PCB 设计指南

PCB 焊盘和阻焊的一般建议如图 1 所示。请参考芯片数据手册了解焊盘个数、尺寸和间距。

• 推荐将阻焊掩模打开到 PCB 焊盘以外。

• 强烈建议不要将任何结构放置在传感器下方的顶部金属层上 （电路板的同一面）。必须
将其定义为禁入区。

• 连接到焊盘的走线应尽可能对称。焊盘连接的对称和平衡将有助于元件自对位，并在回
流后更好地控制焊膏收缩；

• 为了让芯片实现最佳性能，强烈建议将螺钉安装孔安排在与传感器的距离超过 2 mm 的
位置。

• 为确保芯片正常工作，引脚 1 标志 （如果有）必须不连接。

• 为防止噪声耦合和热 - 机械应力，建议遵循下列标准工业设计元件放置实践。
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2.1 PCB 设计规则

图 1. LGA 封装的建议焊盘和阻焊设计 

PCB 焊盘和连接走线在设计上应对称。

对于间距大于 200 µm 的 LGA 引脚：

A = PCB 焊盘长度 = LGA 焊脚长度 + 0.1 mm

B = PCB 焊盘宽度 = LGA 焊脚宽度 + 0.1 mm 

对于间距等于或小于 200 µm 的 LGA 引脚：

A = PCB 焊盘长度 = LGA 焊脚长度 

B = PCB 焊盘宽度 = LGA 焊脚宽度

C = 阻焊开口长度 （如适用） = PCB 焊盘长度 + 0.1 mm

D = 阻焊开口宽度 = PCB 焊盘宽度 + 0.1 mm

A

B

C

D

PCB

PCB
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3 钢网设计和焊膏的使用

焊膏的厚度和形状对于正确的 MEMS 传感器安装工艺十分重要。

• 涂焊膏时，建议使用不锈钢模板；

• 对于丝印推荐使用的钢网为 90 - 150 μm （3.5 - 6 mil）；

• 信号焊盘的钢网开口应该占 PCB 焊盘面积的 70 - 90% 之间；

• 为了使焊膏更好的释放，孔壁应当是梯形且边角倒圆。

• 紧密 IC引线排列要求钢网和PCB的精确对齐。使用焊膏之前，钢网和印刷电路装配精度
应在 25 μm （1 mil）以内。

4 加工方面的考虑

• 焊接曲线取决于应用板中元件的数量、尺寸和放置。因此，不能专为传感器定义唯一的
焊接曲线。客户应使用基于 PCB 设计和制造信息的时间和温度回流曲线。

• 为了减少元件上的剩余应力，建议的降温率应不超过 -3°C/s。

• LGA 封装在封装侧有金属走线，所以不允许封装侧存在焊接材料回流。

• 如果不使用自清洗焊膏，焊接之后必须对板子进行正确清洗，以免相邻焊盘之间由于助
焊剂残余而导致渗漏。

• 建议将每个 PCB 焊盘使用的焊膏最终体积控制在 （所有） PCB 焊盘的 20% 以内。

• 根据 Jedec 9702 标准，元件显示可忽略的输出变化，应力强度不超过 500 me （微应
变）。
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5 焊接耐热性和环境规范

为了达到环境要求， ST 的这些产品采用 ECOPACK® 封装。这些封装使用无铅二级互连。
根据 JEDEC 标准 JESD97，在内盒标签上标有二级互联的类别。内盒标签上还标有与焊接
条件相关的最大额定值。

MEMS 传感器 LGA 封装的焊接耐热性符合 JEDEC J-STD-020 （MSL3 条件下）。



版本历史 TN0018

8/9 DocID12707 Rev 1 [English Rev 5]

6 版本历史
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1 初始版本

2008 年 4 月 30
日
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日

3

更新了第 2 节：PCB 设计指南 

更新了第 4 节：加工方面的考虑 

删除了包含 LGA 封装图纸和尺寸信息的附录 A

整个技术笔记的细微文本更新

2013 年 10 月
31 日

4 笔记第 5 页的文本更新

2014 年 3 月 24
日

5 更新了第 2 节：PCB 设计指南、第 3 节：钢网设计和焊膏的使用和
第 4 节：加工方面的考虑。

表 2. 中文文档版本历史

日期 版本 变更

2018 年 9 月 27
日
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重要通知 - 请仔细阅读

意法半导体公司及其子公司（“ST”）保留随时对 ST 产品和 / 或本文档进行变更、更正、增强、修改和改进的权利，恕不另
行通知。买方在订货之前应获取关于 ST 产品的最新信息。 ST 产品的销售依照订单确认时的相关 ST 销售条款。

买方自行负责对 ST 产品的选择和使用， ST 概不承担与应用协助或买方产品设计相关的任何责任。

ST 不对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。

转售的 ST 产品如有不同于此处提供的信息的规定，将导致 ST 针对该产品授予的任何保证失效。

ST 和 ST 徽标是 ST 的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代本文档所有早期版本中提供的信息。

© 2018 STMicroelectronics - 保留所有权利 2018
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